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二、内容简介
　　扇出型晶圆级封装（Fan-Out Wafer Level Packaging, FOWLP）是一种先进封装技术，通过在重构晶圆上重新布线，将芯片I/O引脚“扇出”至更大面积区域，从而实现高密度互连、薄型化与优异电热性能。该技术已广泛应用于智能手机应用处理器、射频模块及电源管理芯片等领域，尤其适用于多芯片异质集成场景。目前，扇出型晶圆级封装主流工艺包括芯片先置（Die-First）与芯片后置（Die-Last）两种路径，后者更利于高翘曲控制与多层再布线。行业头部封测企业已实现线宽/线距≤2μm的精细布线能力，并集成嵌入式无源器件以提升系统集成度。然而，FOWLP仍面临重构晶圆翘曲控制难、芯片偏移、热机械可靠性验证复杂及成本高于传统封装等挑战，限制其在大规模通用芯片中的普及。
　　未来，扇出型晶圆级封装将向高密度互连、三维堆叠与异构集成深度融合方向演进。面板级扇出（FOPLP）技术通过采用更大尺寸载板，显著降低单位成本，推动其在汽车电子与高性能计算领域的应用。混合键合（Hybrid Bonding）与硅桥互连技术将与FOWLP结合，实现微米级垂直互连，支撑Chiplet架构落地。在材料端，低介电常数（low-k）模塑料与高热导界面材料将优化信号完整性与散热效率。此外，基于数字孪生的翘曲预测模型与AI驱动的工艺参数优化将提升良率稳定性。长远看，扇出型晶圆级封装将从单一芯片封装平台升级为支持光电子、MEMS与逻辑芯片协同集成的多功能异构集成使能技术，成为后摩尔时代半导体制造的关键支柱。
　　《2026-2032年全球与中国扇出型晶圆级封装行业发展研究及市场前景分析报告》系统梳理了扇出型晶圆级封装产业链的整体结构，详细解读了扇出型晶圆级封装市场规模、需求动态及价格波动的影响因素。报告基于扇出型晶圆级封装行业现状，结合技术发展与应用趋势，对扇出型晶圆级封装市场前景和未来发展方向进行了预测。同时，报告重点分析了行业重点企业的竞争策略、市场集中度及品牌表现，并对扇出型晶圆级封装细分市场的潜力与风险进行了评估，为相关企业和投资者提供了专业、科学的决策参考。
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